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Az elektronika vilaganak egy szelete

A csak 6,1 mm vastagsagu, széles valasztéki kompakt
alkalmazasok eredete ennél az elektronikai fejlesztési
tapasztalatnal lelhet6 fel.

A modulos héazkialakitas sokféle intelligens szolgéltatas
tervezését timogatja:

* A lehetd legnagyobb tervezési szabadsag a nagy
(6800 mm?2) gsszfeliiletli NYAK - lehet6vé teszi a
legnagyobb alkatrész 6sszedllitast és a helytakarékos
kialakitast a reflow-kompatibilis THR kapcsokkal.

* Testre szabott kialakitasi lehetoségek |ézerrel
nyomtatott és hazszinekkel, egyéni feldolgozasi
lehetéségekkel, valtozatos megnyomtatassal, és
konnyen feliratozhato, csuklopantos fedéllel

* A legnagyobb feldolgozasi hatékonysag a
reflow-kompatibilis csatlakozé elemekkel a reflow
forrasztashoz a gép-kész szalagos csomagolas szamara.

* Hibamentes osszeallitasi és forrasztasi
folyamatok optimalizalt keret és csatlakozéadapter
kialakitasokkal a NYAK-on, ami tokéletes illeszkedés és
elhelyezést ad a csatlakozdéelemek szdmara

* Gyors beszerelés a "Wire Ready" tulajdonsaggal vagy
a tobbcélu Multi-Tool csavarfejekkel

Az elektronikai fejleszték kivald tapasztalataival és a

Weidmiuiller kompetenciajaval - Uj szinergiakat készitlink

az elektronikai alkalmazasok szamara.

Altalanos rendelési adatok

Tipus

LHZ-SMT L 1.5SN BK RL

Rendelési szam

2418580000

Verzid Nyomtatott aramkori panel csatlakozok,
Csatlakozéelem bal, blokk 6sszeallitas, Oldalt zart,
THT/THR-forrasztott csatlakozassal, P6lusszam: 1,
Forrasztotiiske hossza (I): 1.5 mm, 6nozott, fekete,
Tape

GTIN (EAN) 4032248984350

Menny. 432 Stick

Termékadatok IEC: 500V / 0.2-2.5 mm?
UL:

Csomagoléas Tape
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OMNIMATE Housing - CH20M6 sorozat
LHZ-SMTL 1.5SN BKRL

Miszaki adatok

Méretek és tomegek

Hossz 23,5 mm Hossz, inch 0,925 inch
Szélesség 6 mm Szélesség (coll) 0,236 inch
Magassag 16,9 mm Magassag (coll) 0,665 inch
Nettd tdmeg 3,32¢g

Rendszer karakterisztika

Valtozat Csatlakozéelem bal Csatlakozas tipusa Csavaros csatlakozas
Csatlakozasok szama 1 NYAK vastagsaga 0,8 mm
Forrasztétiiske hossza (1) 1,5 mm Erintkez6 tipusa NYAK-hoz Reflow
Erintkez6 - kapocssin Nem Védelmi osztaly IP20
Anyagjellemzék

Szigetel6anyag LCP Szin fekete
Szinskala (hasonlo) RAL 9011 Szigetel6anyag csoport llla

CTI >175 Szigetelés eréssége >108Q
Moisture Level (MSL) 1 UL 94 éghetdségi osztaly V-0
Erintkezd feliilet 6nozott Térolasi hémérséklet, min. -25°C
Tarolasi hémérséklet, max. 55 °C Max. relativ paratartalom tarolas kozben 80 %
Uzemi hémérséklet, min. -40°C Uzemi hémérséklet, max. 120°C

Hémeérsékleti tartomany, telepités, min. -25 °C Hémérsékleti tartomany, telepités, max. 120 °C

Névleges adatok IEC szerint

szabvany szerint tesztelve Névleges aram, maximalis pélusszam

IEC 60664-1, IEC 61984 (Tu=20 °C) 13 A
Névleges aram, maximalis polusszam Névleges fesziiltség a ll/2 tulfesziiltség
(Tu=40°C) 13A osztalyhoz / szennyezés mértékéhez 500V
Névleges fesziiltség a lll/2 tulfesziiltség Névleges fesziiltség a lll/3 tulfesziiltség
osztalyhoz / szennyezés mértékéhez 320V osztalyhoz / szennyezés mértékéhez 250V

Névleges lokéfesziiltség a ll/2
tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés

Névleges Iokéfesziiltség a lll/2
tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés

mértékéhez 4 kV mértékéhez 4 kV
Névleges Iokéfesziiltség a lll/3

tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezédés

mértékéhez 4 kV

Besorolasok

ETIM 3.0 EC001284 ETIM 4.0 EC002643
ETIM 5.0 EC002643 ETIM 6.0 EC002643
eClass 6.2 27-26-11-01 eClass 7.1 27-44-04-01
eClass 8.1 27-44-04-01 eClass 9.0 27-44-04-01
eClass 9.1 27-44-04-01

Megjegyzések

IPC megfelel6ség A termékek fejlesztése, gyartasa és szallitasa a nemzetkozileg elismert IPC-A-6 10 szabvany ,megengedhetd”

kategoriaja szerint tortént. A termékekkel kapcsolatos tovabbi kovetelményeket kérésre kiértékeljiik.
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Jovahagyasok

Jévahagyasok

ROHS Megfelel

Letoltések

Brochure/Catalogue FL ANALO.SIGN.CONV. EN
MB DEVICE MANUF. EN
CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN
FL MACHINE SAFETY EN
FL 72H SAMPLE SER EN
PO OMNIMATE EN

Engineering Data STEP

Tervezési adatok EPLAN, WSCAD
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Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production.
But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of
solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:
* Time for pre heating

* Maximum temperature

* Time above melting point

* Time for cooling

* Maximum heating rate

* Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are
prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically <+3K/s. In parallel the solder paste is ,activated’. The
time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum
temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at =-6K/s solder is
cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.

We reserve the right to make technical changes.
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Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included
two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmiiller PCB terminals and connectors are
qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:
- PCB thickness

- Proportion of Cu in the layers

- Single/double-sided assembly

- Product range

- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum
soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above
maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.
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Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included
two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmiiller PCB terminals and connectors are
qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:
- PCB thickness

- Proportion of Cu in the layers

- Single/double-sided assembly

- Product range

- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum
soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above
maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.
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Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production.
But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of
solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:
* Time for pre heating

* Maximum temperature

* Time above melting point

* Time for cooling

* Maximum heating rate

* Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are
prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically <+3K/s. In parallel the solder paste is ,activated’. The
time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum
temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at =-6K/s solder is
cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.

We reserve the right to make technical changes.
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